Teplovodiva podlozka 3.2W/mK, 100x100mm

Koéd produktu: AM1629
EAN13: -
HS kéd: 38249996

Varianty produktu:

Hrdbka: 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm,
5.0mm

Parametry produktu:

Farba: Seda
Max. prevadzkova teplota: 260°C
Tepelna vodivost: 3.2W/mK

Popis produktu:

Teplovodiva podlozka na chladi¢e s tepelnou vodivostou az 3.2W/mK. Podlozka je urcend na zabezpecenie lepsieho prenosu tepla medzi
tepelnym zdrojom - elektronickou komponentou a jej chladitom. T4 vypifha nerovnosti medzi povrchom chladi¢a a povrchom chladenej
komponenty a tym zvysSuje prenos tepla na chladi¢, ktory ma potom vacsiu efektivitu chladenia. Vdaka pouzitiu teplovodivej podlozky tak
celkovo zefektivnite chladenie a prediZite Zivotnost chladenych komponentov. Vhodné pre véetky polovodi¢e (LED diédy), procesory, grafické
karty, pamatové moduly a dalSie. Podlozka nie je elektricky vodiva.

Tepelna vodivost: 3.2W/mK

Minimalna prevadzkova teplota: -40°C
Maximalna prevadzkova teplota: 260°C
Farba: seda

Hmotnost:
0.5mm - 11g
1Imm - 20g
1.5mm -28.5¢g
2mm - 38g
2.5mm - 479
3mm - 569
4mm - 769
5mm - 94¢g




wwoot

100mm

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, TEL: +420 739 995 885, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

